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NEXTIN brings Competition into the Wafer Inspection Market !!!

㈜넥스틴 회사소개
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발표순서

Disclaimer

이 자료는 해당 법률에서 허용하는 상황에서 정보 제공의 목적으로 사용됩니다. 이는 특정 투자 목적, 재정
상황 또는 수령인의 특별한 요구와 관련이 없습니다. 본 자료는 향후 정보 제공의 목적으로만 제공되었으며
본 자료의 복사, 복제, 재배포는 금지되어 있습니다.

본 자료에 대한 재무 결과에는 현재 이용 가능한 정보에 비추어 주식회사 넥스틴의 가정과 기대를 나타내
는 예측, 전망 및 기타 예측 진술이 포함되어 있습니다. 역사적 사실에 대한 진술 이외의 모든 진술은 미래
예측 진술로 간주될 수 있는 진술입니다. 본 자료에 사용된 '예상하다', '추정하다', '의도하다', '기대하다', '~
일 수도 있다', '계획하다' 등의 단어와 관련된 유사한 표현은 미래예측 진술을 식별하기 위한 것입니다.

이러한 예측 등은 현재 시장 동향, 회사 경영 등에 기초한 것입니다. 실제 결과는 실질적으로 긍정적이거나
부정적인 방식으로 달라질 수 있습니다. 예측은 주식회사 넥스틴의 통제 범위를 벗어난 불확실성과 우발적
상황에 따라 달라질 수 있습니다. 본 자료에 표현된 모든 의견은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

대표자 및 임직원은 이 자료의 전부 또는 일부를 사용함으로써 발생하는 손실이나 손해에 대해 어떠한 책
임도 지지 않습니다. 본 자료는 유가증권이나 관련 금융 상품을 매수 또는 매도하도록 권유하거나 제안하는
것으로 해석되어서는 안 됩니다. 수신자는 이 자료의 전부 또는 일부를 자신의 판단을 대신하는 것으로 간
주해서는 안 됩니다. 
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Ⅰ. 회사 개요

넥스틴은 회사의 가치를 시장에서 온전히 평가받는 기반을 마련하고, 

주주와의 신뢰를 바탕으로 지속가능한 성장을 실현하겠습니다.

회사 개요 • 회사명: 주식회사 넥스틴

• 대표이사: 박태훈

• 사업분야: 반도체 검사장비 제조판매

• 주소: 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12

회사 연혁 • 2010년 회사 설립

• 2012년 이스라엘 연구소 설립

• 2014년 AEGIS Inspection System 출시

• 2020년 코스닥 상장

• 2022년 AEGIS-Ⅲ 출시

• 2024년 중국법인 설립

• 2024년 IRIS-II 출시

• 2025년 KROKY, ASPER 출시

• 2025년 일본법인 설립

주주 현황
(25.6.30 기준)

• 에이피시스템㈜ 최대주주 9.33%

• ㈜에이피에스 관계회사 8.9%

• 박태훈 대표이사 8.08%

• 자기주식 자사주 1.71%

주요 수상 • 2014년 삼성전자 혁신기술기업 선정

• 2014년, 17년, 25년 과기부 장영실상 수상

• 2019년 중기부 강소기업 선정

• 2020년, 23년 과기부 우수기업연구소 선정

• 2021년, 24년 산자부 세계일류/차세대일류 상품 선정

• 2021년~25년 산업정책연구원 산업대상 수상

• 2025년 iR2 장영실상 수상 - IRIS
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업무 및 생산시설국내외 거점

■ 글로벌 네트워크 강화를 통해 전 세계 시장 입지 확대

거점 현황

▪ 중국 공장 설립 완료 예정 - 2025년 10월

▪ 일본 법인 설립 완료 - 2025년 9월

NEXTIN Singapore
(CS Center)

NEXTIN Israel
(R&D, Rehovot)

Selling-Ware
(Taiwan)

Merconics, Gmbh
(Germany)

NTV, LLC
(USA)

NEXTIN Japan
(Sales, Tokyo)

NEXTIN, Inc.
(HQ, Korea)

NEXTIN  Warehouse

Hermes-Epitek
(SE Asia)

NEXTIN China
(MC, Wuxi)

NEXTIN US
(CS, San Jose)

Ⅰ. 회사 개요
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■ Dark Field Inspection System의 국산화에 대한 수요

국내 3사 성능평가

Ⅰ. 회사 개요
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국내외 수상 내역

■ 회사는 지속적인 기술 혁신과 우수한 성과를 바탕으로 다수의 상을 수상

수상 & 인증

▪ 2025년 8월 26일 제107차 IR52 장영실상 수상 – IRIS

Ⅰ. 회사 개요
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Corporate Social Responsibility

■ 나눔 명문 기업으로서의 사회적 책임을 실천하며, 공동체 기여를 목표로 함.

사회적 책임

▪ 2020-2024 누적 후원금 : 11억원, 2024년 후원금: 2.3억원

▪ Startup 지원 펀드 출연금: 50억원, 2023년 7월 장애인 탁구선수단 운영

▪ 2021-2024 사내 Cafeteria 기부금: 1.1억

Ⅰ. 회사 개요
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Environmental, Social, Governance

■ 환경보호, 사회적 책임, 투명한 지배구조를 통해 장기적인 기업가치 창출

지속가능경영(ESG)

▪ 장학 지원 / 취약계층 후원 / 문화 매칭 펀드

▪ 봉사, 지원 활동, 연수원, 카페테리아 이용 기부 문화

▪ 일상의 한 부분으로 스며든 기부문화 정착은 임직원과 함께 추구하는 사회공헌의 방향

경기비발디 나눔축제

(취약계층 명절선물 포장 봉사)
청운보육원

(“경험”을 위한 지원 활동)
푸르메365런

(장애아동 재활치료 후원 마라톤)

Ⅰ. 회사 개요
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‘SEMICON EUROPA 2024’ 참가‘SEMICON JAPAN 2024’ 참가

■ 학회 및 전시회를 활용한 신규 고객 및 네트워크 확장

Global Exhibition

‘24년 12월 11일 - 도쿄

‘25년 2월 19일 - 서울‘25년 2월 23일 - 샌프란시스코

‘24년 11월 12일 - 독일

‘SEMICON KOREA 2025’ 참가‘SPIE Photonics West 2025’ 참가

Ⅰ. 회사 개요
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반도체 검사 장비

Electrical 

Tester

반도체 소자의 회로 제작 완료 또는 패키지 제작 완료 후 전기적 작동 확인

Optical 
Inspection 

System

반도체 소자의 회로 제작 과정의 패턴 불량 발생 확인

Machine

Vision

반도체 소자의 패키지 제작 완료 후 외관의 불량 발생 확인

What is semiconductor inspection equipment? 
Portfolio

Ⅱ. 사업 소개
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반도체 소자업체의 패턴 결함 검사 장비의 활용

■ 반도체 미세화에 따라 공정 난이도 증가하여 수율 저하 초래

반도체 패턴 결함 검사 공정 및 중요성

▪ 공정 불량의 최대 원인은 패턴 결함과 이물(Particle)의 발생 : 약 40%

▪ 패턴 결함과 이물의 발생은 사전 예정에 어려움이 있어 실시간 관리가 필수적임

25nm

▪ R&D: Defect-free 신규 공정의 개발

▪ Production: 생산 수율 관리 및 생산량 예측

▪ 단위 공정 횟수: 2,000 ~ 3,000여 회

▪ 패턴 결함검사 공정 횟수: 400 ~ 600여 회

패턴결함
(40%)

필름
두께

이온
농도

오정렬

임계선폭

Yield Loss
원인

Ⅱ. 사업 소개
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광학 패턴 결함 검사 장비: Mix-and-Match Solution(검출감도 & 검사속도)

광학 패턴 결함 검사 장비의 분류

패턴결함
(40%)

오정렬

임계선폭

Bright-field Tool

▪반사광

▪ 266nm DUV 광원

▪최고 검사감도

▪검사 단위 : 나노미터(nm)

▪최저 처리량

▪KLA Price: 약 200억원

▪AMAT Price: 약 130억원

Dark-field Tool

▪산란광

▪355nm UV 광원

▪중간 검사감도

▪검사 단위 : 나노미터(nm)

▪빠른 처리량

▪KLA Price: 약 100억원

▪Hitachi Price: 약 30억원

Macro Tool

▪반사광

▪가시광선

▪최저 검사감도

▪검사 단위 : 마이크로(μm)

▪가장빠른 처리량

▪KLA Price: 약 30억원

▪Camtek Price: 약10억원
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Higher Throughput & Longer Wavelength of Illumination Source

KLA39xx

KLA29xx

KLA Voyager

Camtek AEGLE
ONTO Dragonfly

AMAT
Enlight

KLA Circle
NEXTIN KROKY

DUV(193nm~266nm) UV(351nm~355nm) Visible(400nm~700nm)

Brightfield
Tool
(US$2.84B)

Darkfield
Tool
(US$1.36B)

Macro
Inspection
Tool
(US$0.86B)

VS.
KLA             NEXTIN 
PUMA           AEGIS

Year 2024

Year 2026

Nano-scaled sensitivity Micron-scaled sensitivity

Ⅱ. 사업 소개

13



Market Size

■ 확대되는 글로벌 시장 기회, 강화되는 성장 모멘텀

Ⅲ. 사업현황

TAM
(Total Addressable Market)

패턴 검사장비 시장 “7조원” 이상

SAM
(Serviceable Available Market)

유효한 시장 “2조원” 이상

SOM
(Serviceable Obtainable Market)

수익 시장 3천억원
(2030년 달성목표)

Market Analysis

Target Global Market Share

Bright Field
20%

Dark Field
50%

Macro Tool
Max
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Well Balanced Portfolio

Korea

Region

Non-Korea LogicDRAM

Device

FLASHOthers

■ Cumulated Install Base (25.06.30) – 25년 1분기 대비 국내향 7%, DRAM향 5% 상승

■Diversified Customer

49%51%

18%

52% 27%

3%

Ⅲ. 사업현황
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Front-End Inspection

AEGIS-IV

(Under development)

DUV

(Under development)

Back-End Inspection & Metrology  For HBM

KROKY-W

(Pre-dicing wafer-level inspection)

KROKY-R

(Post-wafer dicing inspection)

KROKY-M

(Under development)

Chiplet & HBM Inspection

ASPERAEGIS-Ⅱ KROKY-R

3D Nand & 3D Process Hybrid bonding InspectionElectrostatic Charge Removal

IRIS-II

(Nand Front end inspection)

ResQ

(Under development)

NeXray

(Under development)

X-ray 

Inspection

What we make

■ Product Portfolio – 2025년 전공정과 후공정에 대폭 확장된 제품 라인업으로 성장 동력 확보

Bright Field

Inspection

▪ AEGIS-Ⅳ , DUV(Bright Field) 등 Front-End Inspection라인업 확장

▪ HBM 맞춤형 검사장비 KROKY-R의 성공적 출시로 KROKY Serise로 확대 (KROKY-W,R,M)

▪ Advanced Packaging 도래에 따른 차세대 장비 ASPER 출시 및 Hybrid bonding Inspection 개발 착수

AEGIS-ⅢAEGIS-Ⅱ

(Chiplet & HBM inspection)

(Front-End Inspection)

Ⅲ. 사업현황
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■ 주력 제품의 끊임없는 기술 혁신을 기반으로 미래 시장을 선도

AEGIS Evolution

패턴결함
(40%)

필름
두께

이온
농도

오정렬

▪ Bright-field & Dark-field Inspection Capability

▪ Cost-effective Inspection Solution over the competitor !!!

AEGIS-IV

(Under development)

2025

AEGIS-XT

(Higher X-put)

2016AEGIS-DP

(New IP Engine)

2018
AEGIS-II

(Higher Performance Optics)

2020
AEGIS-III

(Higher X-put & New IP Engine)

2022

AEGIS

(2-Dim. Imaging System)

2014

Portfolio

Ⅲ. 사업현황
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■ KROKY 장비는 첨단 HBM Warpage 문제를 해결한 유일한 솔루션!!

KROKY Serise for HBM(Macro Tool)

패턴결함
(40%)

필름
두께

이온
농도

오정렬

▪ 첨단 HBM은 더 많은 Warpage 발생에 따라 광학 검출의 한계가 발생

▪ KROKY 장비는 특허된 광학 기술과 알고리즘으로 한계를 극복, 경쟁사 대비 유일한 솔루션

Competitors NEXTIN KROKY

Wafer Warpage Ring-frame Wafer

VS

Defective Bump

Chipping Line Crack Defective Bump

Type of Defect

Portfolio

Ⅲ. 사업현황
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■ KROKY 장비는 첨단 HBM Warpage 문제를 해결한 유일한 솔루션!!

KROKY Serise for HBM(Macro Tool) 

Defective Bump

▪ KROKY-M ⇒ 범프 공정을 위한 평면성 모니터링, 범프 높이 측정 시스템

▪ KROKY-W ⇒ 공정장비 운영 상태 평가 및 분석, 막질 표면의 전체 두께 균일성 검사

Portfolio

Ⅲ. 사업현황
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■ AEGIS-KROKY 결합으로, 업계 최초 50nm 감도 구현 Advanced packaging 고객의 요구 사항을 충족하는 최초의 장비

새로운 검사장비의 필요성

▪ AEGIS와 KROKY 기술을 결합하여 업계 표준으로 자리매김

▪ AEGIS의 이미징 기술과 KROKY의 링프레임 매커니즘의 결합

Portfolio

Ⅲ. 사업현황

20



■ 검사장비의 새로운 패러다임, 비파괴검사장비 IRIS-II

IRIS for 3D Process  

▪ 반도체 제조 공정은 3차원으로 전환 발전함에 따라 새로운 3차원 Inspection 장비 필요성 대두

▪ 인텔과 2018년부터 공동 개발을 시작하여, SK Hynix에서 양산 성능 검증 완료 @ 2024.12

Portfolio

Ⅲ. 사업현황
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■ 선단공정에서 발생되는 미세 정전기 제거 장비 – 세계최초 개발

ResQ for Electrostatic Charge Removal

▪ 약한 정전기 전하도 <10nm 설계 노드에서 수율을 저하시키는 결함을 유발함

▪ ’23년 8월부터 Samsung Foundry Fab에서 양산 성능 평가 진행중

Avg: -30.0V

Avg: -0.1V

ResQ

Portfolio

Ⅲ. 사업현황
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■ 포트폴리오와 글로벌 고객 다변화를 통한 안정적 성장과 매출 극대화

39%
49%

38%

15% 14%

61%
51%

62%

85% 86%

2020 2021 2022 2023 2024

국내 해외

1) 지역별 매출 비중

Revenue & Profit Trend

37%

39%

49%

41% 41%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2020 2021 2022 2023 2024 2025(F) 2026(F)

매출액 영업이익 영업이익률

KROKY
ASPER
IRIS
ResQ

494

단
위

: 
억

원

181

571

220

1149

565

879

362

1137

470

2) 매출액 & 영업이익 & 영업이익률

China Portion Trend

Revenue Trend

Portfolio

3) Product 확장으로 고객군, 지역군 다변화

Ⅲ. 사업현황
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■ 포트폴리오와 글로벌 고객 다변화를 통한 안정적 성장과 매출 극대화

Expanding Overseas Sales
Portfolio

Ⅲ. 사업현황

기간

매
출
액

현재 고객사

고객사다변화

Global Sales확대

고객Needs 충족

다양한 Portfolio

Global 경쟁력

Global 기업으로 발돋움

24



2Q24

14,749

10,003

67.8%

9,582

421

2.9%

1Q25

17,084

10,722

62.8%

7,310

3,412

20.0%

2Q25

23,159

9,475

40.9%

6,897

2,578

11.1%

QoQ

35.6%

(11.6%)

(21.9%p)

(5.7%)

(24.4%)

(8.9%p)

YoY

57.0%

(5.3%)

(26.9%p)

(28.0%)

512.5%

8.2%p

(단위: 백만원)

매출액

매출 총이익

매출 총이익률

판매와 관리비

영업이익

영업이익률

■ 분기별 연결손익 기준

매출액 국내 해외

1Q 7,070 10,013

2Q 21,643 1,516

계 28,713 11,529

비중

41% 59%

93% 7%

1) 분기별 실적비교 2) ‘25년 반기 매출액 세부내역

2Q25 Revenue & Profit
Portfolio

Ⅲ. 사업현황

25



■ Hybrid Bonding이 필요한 이유

Ⅳ. 신규사업

▪ Bump들이 사용하고 있는 Z-axis 공간을 chip으로 채우기 위함

높이:720um

(출처 : SK하이닉스)

New Business “X-ray Inspection”
Portfolio
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■ 기존 X-ray source 해상도 & T-put은 Trade off 관계→ Collimated source 적용을 통한 한계 극복

Ⅳ. 신규사업

NeXray

▪ Collimated X-ray

- Collimated X-ray (2D)

→ fine focused image & fast measurement time

Conventional

▪ Spot size vs. Resolution 

- X-ray spot size is small → slow measurement time

- X-ray spot size is large →  blurred image

- 2㎛ resolution - 20㎛ resolution

Conventional NeXray

FOV Resolution FOV Resolution

1㎜ x 1㎜ 2㎛
10㎜ x 13㎜ 0.7㎛

23㎜ x 17㎜ 1.3㎛

- Advanced Performance

New Business “X-ray Inspection”
Portfolio
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Ⅴ. 중장기 사업전략

사업전략

수요처의 다변화

▪ Device업체, 디스플레이업체

▪ 재료업체, 장비업체

해외 거점의 확대

▪ 중국(생산), 일본(영업)

▪ 미국, 유럽, 싱가폴

▪ 대만

국내외 생산기반 확대

▪ 동탄 산단

▪ 용인 반도체 클러스터

▪ NAKEXIN ( Wuxi )

제품의 다각화

▪ AEGIS, DUV, IRIS, ASPER , 

KROKY(R,W,M), NeXray

▪ RESQ

Portfolio
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Ⅴ. 중장기 사업전략

2
9

Huahong

Wuxi

NAKEXIN

■ 중국 현지 생산기지 완공 및 정상가동 본격화

NAKEXIN @ 2025. 10 

▪ 목적

: 지정학적 불확실성 해소와 현지화 전략을 통한 이익 극대화

▪ 위치

: 중국 장쑤성 우시시 신우구 시센로

▪ 크기

: 건축 7,262평 / 토지 4,946평 / 클린룸: 1,781평

▪ 주요 일정

1) 2024년 착공

2) 2025년 준공

29
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Ⅴ. 중장기 사업전략

용인반도체클러스터

■ 추가 Capa 확보 필요에 따라 용인 반도체클러스터에 신규 공장 및 R&D센터 건축 추진

▪ 목적

: 다양한 제품군 개발 진행으로 추가 Capa 필요

▪ 위치

: 경기도 용인시 처인구 원삼면 산업단지

▪ 크기

: 건축 14,823평 / 토지 4,256평

▪ 주요 일정

1) 2027년 착공

2) 2028년 준공

(출처 : SK하이닉스)

30
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KLA가 시장을 개척했고,  NEXTIN은 점유율 확대 중

• 애플은 휴대폰 시장의 패러다임을 바꾸며 스마트폰의 시대를 창출

• 삼성은 그 뒤를 빠르게 추격하며, 현재는 시장 점유율 1위를 차지

• KLA는 웨이퍼 결함 검사 분야에서 기술 혁신을 선도하며 새로운 기준을 제시

• 넥스틴(NEXTIN)은 후발주자로 시장에 진입하여, 시장 내 입지를 확대하는 중

맺음말



32

발표순서

감사합니다.

Q&A

For more information contact:

Investor Relations

ir@nextinsol.com

031-629-2353



■ 넥스틴, 차세대 반도체 패키지 검사시장 본격 진출

Appendix

Axiomatique NEXTIN

“NeXray”

✓ Resolution & T-PUT 향상

✓ 저피폭

(출처 : 디일렉)

New Business “X-ray Inspection”

33
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https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=37311


■ X-ray System

Appendix

SEM 단면분석 X-ray 단면분석

▪ TSV 등 Metal 배선 內 Void 검출 → Defect point, FIB 단면 형성 필요 → SEM or TEM 분석

▪ X-ray 적용, 비파괴 분석 (NDT)으로 defect 위치, 형태 검출 및 검증 필요

New Business “X-ray Inspection”

34
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■ 기존 X-ray source 해상도 & T-put은 Trade off 관계→ Collimated source 적용을 통한 한계 극복

Appendix

NeXray

▪ Collimated X-ray

- Collimated X-ray (2D)

→ fine focused image & fast measurement time

Conventional

▪ Spot size vs. Resolution 

- X-ray spot size is small → slow measurement time

- X-ray spot size is large →  blurred image

- 2㎛ resolution - 20㎛ resolution

Conventional NeXray

FOV Resolution FOV Resolution

1㎜ x 1㎜ 2㎛
10㎜ x 13㎜ 0.7㎛

23㎜ x 17㎜ 1.3㎛

- Advanced Performance

New Business “X-ray Inspection”
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■ Hybrid Bonding이 필요한 이유

Appendix

▪ Bump들이 사용하고 있는 Z-axis 공간을 chip으로 채우기 위함

높이:720um

(출처 : SK하이닉스)

New Business “X-ray Inspection”

36
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■ Hybrid Bonding이 요구되는 곳

Appendix

(출처 : YOLE)

New Business “X-ray Inspection”
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Portfolio



Appendix

세계유일의2차원이미징검사기술개발

1D /2D이미징기술비교

[ 1D 스캐닝기술]

일직선으로

이미지센서

나열

0.5 micron = 5 pixels

Actual Scanning Row
Laser Pulses at 180 Hz

[ 2D 이미징기술]

하나의이미지센서로1차원검사 복수의센서로2차원대면적검사

38
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독보적인 기술력



Appendix

Comparable Sensitivity & Throughput at Good Price !!!

Higher Throughput

Better

Sensitivity

KLA29xx

AMAT U-Vision

BF Applications

KLA9xxx

DF Applications

39
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넥스틴의 시장 경쟁력


